
令和7年度 創造工学研修

産業・社会基盤を支える集積回路チップ
その中を見てみよう

担当教員： 黒田理人教授
間脇武蔵助教

受講人数： 6人
実施期間・時期： 第2セメスター

メールアドレス ： takezo.mawaki.c3@tohoku.ac.jp
TEL ： 022-795-4833
場所 ： 電気・情報系2号館404号室 (黒田研究室：https://felectronics.ecei.tohoku.ac.jp/)
(https://www.eng.tohoku.ac.jp/map/?menu=campus&area=d&build=12)
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中身には必ず半導体LSIがある！産業や社会で使われている物

こんな疑問が湧きませんか？

半導体LSIはどんな所で作っているの？

半導体LSIはどうやって動いているの？

半導体LSIって一体どんな物なの？

集積回路（LSI）チップは、現代社会のいろいろなところで使用され、我々の生活を根底から支えています。

しかしながら、その大きさがあまりに小さく、製品内部の奥深いところに隠れているため、目にとまりにくい存

在となっています。また、もし集積回路チップを見かけたとしても、それがどういう目的で使われ、どういう仕

組みで動作しているかを知っている人は少ないでしょう。本研修で，集積回路チップの分解・顕微鏡撮影・レ

イアウトパターン解析・回路製作・集積回路チップ動作実験を体験して、ブラックボックス化している集積回

路チップの中身・仕組みを探ってみましょう。

概要

連絡先
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研修スケジュール

第2回：半導体LSIの分解と顕微鏡撮影

第3回：半導体LSIチップ全体の把握

第4回：半導体LSIチップの回路パターンをトレース

第5回：半導体LSIチップの回路を解析（１）
第6回：半導体LSIチップの回路を解析（２）

第7回：半導体LSIの測定基板作成

第8回：半導体LSIの電気測定（１）
第9回：半導体LSIの電気測定（２）

半導体LSIで最も基本的なLSIである「７４シリーズ」についてとことん調
べつくしましょう！
まず今回は、この半導体LSIを分解してチップを取り出します。黒いパッ
ケージを化学薬品で溶かします。中からは小さなチップが出てきます。こ
のチップを細かいところまで写真に撮ってもらいます。同時に半導体LSI
を作るための「クリーンルーム」や「プロセス装置」等の設備も見学できま
す。

半導体LSI 「７４HC００」

中身（チップ）を取り出します

顕微鏡で見るとこんな模様が、、、

回路の模様をトレース

前回撮った写真を拡大印刷して貼り合わせます。 LSIチップ上の模様に
合わせて繋いでいきます。LSIチップ全体の様子を把握してもらいます。

LSIチップ上の模様を調べて見ましょう。模様を透明な紙に写し取ります。
模様の形や色にもちゃんと理由や意味があるので、それに沿って何枚も
書いていきます。チップを設計している気分になれるかも？

前回写し取ったLSIチップ上の模様について、その意味・目的や製造方
法を説明します。また、半導体LSIの動作を説明して「どうして計算がで
きたり電子頭脳が実現できるのか」を講義します。

実際に半導体LSIを動かしてみましょう！
その前に半導体LSIを動かすための「基板」を作らなくてはなりません。
半導体LSIがのっかっている緑色の板や小さな部品の事です。この基板
を作ることで電子工作を体験してもらいます。半田付けのやり方から説
明します。
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模様の意味を読み取りましょう

断面構造と作り方を説明します
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測定するための基板を作ります

前回作った測定基板を使って、半導体LSIがどうのように動いているの
か体験してもらいます。半導体LSIにいろんな入力信号を入れて、どんな
反応を示すか見てみます。第４・５回で予想した通りに動いてますか？

自分の思った通りに半導体LSIを作って動かすためにはどうしたらいい
のでしょう？LSI回路の設計の方法や、実際に作る前に半導体LSIの動
作を予測する方法（シミュレーション）についてコンピュータを使って体験
してもらいます。

実際に動作させて測定します
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回路図になるまで解析します

第1回：顔合わせ・研修内容説明

産業・社会基盤を支える集積回路チップ その中を見てみよう

第10回：半導体LSIの回路設計とシミュレーション
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